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n 美国Intel公司年芯片销售额达700亿美元！

n 中国芯片产业取得了长足的发展！

n 中国缺“芯”仍然严重！
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1958 集成电路发明
1959 适合工业生产的
集成电路理论提出
1961 首台基于集成电
路的计算机
1962 金属氧化物半导
体（MOS）集成电路
得到开发
1962 摩尔定律提出

1970 1K DRAM
1971 首个微处理器
1974 首个CMOS微处理器
1976 单芯片计算机发明
1979 首台个人计算机

1993 奔腾处理器上市
1994 256M DRAM
1994 0.35um工艺
1998 128M闪存

2001 512M NAND闪存
2002 12英寸晶圆
2003 速龙64处理器
2006 40nm工艺闪存，
90nm工艺处理器

1981 256K DRAM和64K
CMOS SRAM
1988 16M DRAM
1989 486微处理器

2010 32nm 的 酷 睿 i7
980X处理器
2011 商业化的FinFET推出
2012 22nm工艺
2014 首个14nm FinFET
2015 14nm处理器
2016 10nm工艺应用
2017 人工智能芯片成为热
点

全球半导体市场趋势



真空管收音机



一粒沙

主要成份是二氧化硅（SIO₂）



Aluminum, 8.1%

Iron, 5.0%

Calcium, 3.6%

sodium, 2.1%
potassium, 2.6%
Magnesium, 2.1%
Others, 0.8%

Silicon, 28.0%

Oxygen, 47.0%

What Is the Earth's Crust and Core Made from    

Aluminum
Iron
Calcium
sodium
potassium
Magnesium
Others
Silicon
Oxygen

地球由哪些元素组成？



硅元素——单晶硅表面STM图像

Atomic Mass: 28.085

Electron Configuration: 2,8,4



冶金硅是由硅石和碳质

还原剂在矿热炉内冶炼成

用高纯度的多晶硅

在单晶炉内拉制而成

从冶金硅到单日硅

http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm%3FlemmaId=397364&ss_c=ssc.citiao.link
http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm%3FlemmaId=4139814&ss_c=ssc.citiao.link


l 肖克莱、巴丁、布拉顿于1947年12月研制出点接触型晶体管。

由此获得了1956年度的诺贝尔物理学奖。

l 奠定了现代电子技术的基础

l 揭开了微电子技术和信息化的序幕

l 开创了人类的硅文明时代

晶体管的发明



晶体管收音机（8个晶体管）



1959年7月，美国仙童半导体公司

的诺伊斯（BOB NOYCE），研究并

发明了世界上第一块硅集成电路。

1958年9月，美国德州仪器公司的杰克·基

尔比（Jack Kilby），发明并制作了世界上

第一块锗集成电路。

集成电路芯片的发明



杰克· 基尔比 罗伯特·诺伊斯

集成电路
芯片的发
明



2000年，基尔比被授予诺

贝尔物理学奖

诺贝尔奖评审委员会：

“为现代信息技术奠定了

基础。”

集成电路芯片的发明



2001年5月28日，刚获得诺贝尔

物理学奖的基尔比来到上海演讲。

“The future of 

semiconductor might be 

here!”Jack Kilby

”半导体的未来也许在这里！”

——杰克· 基尔比

基尔比上海行



芯片为什么那么难做？



技术密集
精密的设计、制造和封装技术

资金密集

人才密集

数十亿乃至上百亿的生产线投资

跨学科（理论+实践）Ï周期=人才

芯片产业是一个国家综合科技水平的标志！

芯片行业概览



中国芯片产业与世界先进水平有何差距？

① 资金投入严重不足

② 人才缺口巨大（32万？）

③ 落后世界先进水平2代（5年）



数据来源：IC Insights 

2017年
排名 企业 2017年研发投入（亿美元） 2017年研发投入/销售

额占比
2016-2017增长

率(%)

1 英特尔 130.98 21.2 3
2 高通 34.50 20.2 -4
3 博通 34.23 19.2 4
4 三星 34.15 5.2 19
5 东芝 26.70 20.0 -7
6 台积电 26.56 8.3 20
7 联发科 18.81 24.0 9
8 镁光 18.02 7.5 8
9 英伟达 17.97 19.1 23
10 SK海力士 17.29 6.5 14

前十家企业总计 359.21 13.0 6

研发投入排名





IP 、高端材料、装备仍受制于进口依赖



Ø 生产设备：全球三大AMAT、LAM 和 ASML

Ø EDA软件：Cadence、Mentor和Synoposys

Ø 高端芯片：中兴事件暴露众多短板(TI/ADI/Xilinx)

ADC/DAC（数模转换）、FPGA、高速光通信接口

Ø 主流芯片架构X86, ARM和RISC-V

Ø 操作系统：微软Windows，安卓和iOS

Ø 在全球20大半导体公司中，美国依旧独占八席，

处于绝对的霸主地位，都是核心关键公司。

美国的统治力



Ø 芯片分为几十个大类，上千个小类。
Ø 制造芯片，涉及50多个学科、数千道工序
Ø 包括设计、制造和封装三大环节
Ø 超长产业链，全球通力合作。

l 光刻机荷兰ASML一骑绝尘
l 镜头来自德国蔡司、光源来自美国。

Ø 制造芯片需要的19种主要材料中
l 日本有14种位居全球第一，总份额超过60%
l 全球近七成的硅晶圆产自日本
l 中国硅晶圆几乎是空白

中国 VS 整个产业链



Ø 半导体行业呈现加速垄断趋势。

l 1995年，全球七大半导体企业投资占比24%，

l 2018年，飙升至80%以上。

l 40年前，有几十家主要设备制造商

l 现在只剩下不到10家

Ø 专利战

l 台积电 vs. 中芯国际

l AMAT vs. 中微半导体

l Micron vs. 晋华

巨头封锁与追杀



Ø 三星、英特尔、台积电，年投资在百亿美元级别

Ø 中芯国际年投资不到十分之一

Ø 设备巨头应用材料、泛林、东京电子

年研发上投入5—10亿美元

Ø 中微半导体直到去年，收入才破10亿人民币

Ø 中国企业营业规模不够大，无法支撑研发，

Ø 而纯靠市场手段去募集资金的难度又非常大。

融资艰难（周期长，更新快）



Ø 军用很出彩，民用却卖不出去？问题就在生态链上。
l 中国民用芯片九成依赖进口
l 但军用芯片却基本能自给自足，甚至还有出口。
l 军用市场是一个封闭的小圈子，产品追求稳定性

和抗干扰，对性能并不敏感。
Ø 民用市场

l 性能为王，技术迭代快
l 国外产品有先发优势，后来企业很难融入生态链
l 需要国家战略建立国产生态链，

扶持中国芯片企业。

中国生态链不完整



芯片设计企业数量
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2010-2019年芯片设计企业数量增长情况

数量 增长率

全国共有1780家设
计企业，比去年的
1698家多了82家，
数量增长了4.8%。
除了北京、上海、
深圳等传统设计企
业聚集地外，无锡、
杭州、西安、成都、
南京、苏州、合肥
等城市的设计企业
数量都超过100家。

来源于中国半导体行业协会集成电路设计分会



n代表年销售收入

58

69
35

56

1亿＞n＞5000万

珠江三角洲 长江三角洲 京津环渤海 中西部

112

106
115

85

5000万＞n＞1000万

珠江三角洲 长江三角洲 京津环渤海 中西部

187

324
223

173

n＜1000万

珠江三角洲 长江三角洲
京津环渤海 中西部

n≥1亿 1亿＞n≥5000万 5000万＞n≥1000万 n＜1000万

城市 数量 占比 数量 占比 数量 占比 数量 占比

珠江三角洲 45 18.9% 58 26.8% 112 26.8% 187 20.6%

长江三角洲 107 45.0% 69 31.7% 106 25.5% 324 35.7%

京津环渤海 40 16.8% 35 15.9% 115 27.5% 223 24.6%

中西部 46 19.3% 56 25.6% 85 20.3% 172 19.0%

合计 238 13.4% 218 12.2% 417 23.4% 907 51.0%

按销售额统计的企业公布情况

来源于中国半导体行业协会集成电路设计分会



产品领域分布情况

序
号 领域

2018 2019 销售

企
业 比例 销售总

额
企
业 比例 销售总

额 增长

1 通信 307 40.62% 1046.75 403 36.6% 1128.2 7.78%

2 智能卡 71 5.36% 138.14 102 5.6% 172.1 24.58%

3 计算机 109 13.95% 359.41 140 13.6% 420.3 16.94%

4 多媒体 75 7.33% 188.90 55 5.1% 156.3 -17.26%

5 导航 28 0.22% 5.71 41 0.5% 14.7 157.44%

6 模拟 210 5.50% 141.61 102 4.3% 131.2 -7.35%

7 功率 115 3.07% 79.20 89 3.2% 97.8 23.48%

8 消费类 783 23.95% 617.24 847 31.2% 960.3 55.58%

总计 1698 2576.96 1780 3080.9

在通信、智能卡、计算机、
导航和消费电子等5个领域，
企业数量在增加；多媒体、
模拟和功率领域的企业数
量在减少。从事通信芯片
设 计 的 企 业 从 2018 年 的
307家增加到403家，对应
的销售总和提升了7.8%，
达到1128.2亿元；智能卡
企业从上年的71家增加到
102家，销售提升了24.6%，
达到172.1亿元；从事计算
机芯片设计的企业数量从
去年的109家增加到140家，
销售提升了16.9%，达到
420.3亿元。单位：亿元人民币

来源于中国半导体行业协会集成电路设计分会



太湖之光超级计算机荣获世界第一

申威处理器扬名天下



长江存储首创全新3D NAND架构Xtacking将I/O
速度提升到3Gbps



习近平总书记反复强调：

核心技术必须掌握在自己手里！

2018年4月26日于武汉长江存储公司



Ø 半导体装备

Ø 半导体材料（原材料和化学品）

Ø 半导体零部件

Ø 工业软件（EDA和智能制造软件）

Ø 芯片设计（5G，物联网，云计算）

Ø 人工智能与智能制造

中国机遇



Ø 芯片国产化是大趋势

Ø 装备，材料，和工业软件是基础

Ø 芯片设计前景看好（5G，物联网，云计算）

Ø 芯片的人工智能与智能制造应用是未来发展方向

总结



ü集成电路的今生来世

革命尚未成功，同志仍须努力！
—— 孙中山


